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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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B660M-STX

No. Description

1 CPU Fan Connector (CPU_FANI)

2 2x260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
3 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

4  System Panel Header (PANEL1)

5 USB 2.0 Header (USB_8_9)

6 MONO Speaker Header (SPEAKER1)

7  Audio Header (AUDIO3)

8 CPU Fan Connector (CPU_FAN2)

9 SATA3 Connector (SATA2)

10 SATA3 Connector (SATA1)




Front Panel

[o] |

=| o]
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No. Description No. Description

1 Headphone/Headset Jack (AUDIOI) 3 USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (USB_2)
2 USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB_1) 4 Microphone Input (AUDIO2)
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Rear Panel
(8]
o] |[oE@ o | (= —)| ==
o (2] 3] (4] (6] 7]
(5]
No. Description No. Description
1 DC Jack* 5 HDMI Port
(Supports 19V DC Power Adapters) 6  USB 2.0 Ports
2 D-Sub Port (USB_4_5)
3 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB_3) 7 USB 3.2 Genl Type-A Ports
(Supports USB Type-C Alt Mode) (USB_6_7)
4 DisplayPort 1.4 8  LANRJ-45 Port**
*Specification for DC plug

~ 7 \55mm

-

>

** There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|

T T

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing B660M-STX motherboard. In this documentation,

Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

. B660M-STX Motherboard (Mini-STX Form Factor)

« B660M-STX Quick Installation Guide

« 1 x1I/O Panel Shield

+ 2x Serial ATA(SATA) Data with Power Cable (Optional)
+ 2x Screws for M.2 Sockets (M2*2) (Optional)

+ 1x Screw for WiFi Module (M2*2) (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

Mini-STX Form Factor

Supports 14", 13" & 12" Gen Intel® Core™ Processors
(LGA1700)

Digi Power design

4 Power Phase design

Supports Intel® Hybrid Technology

Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Intel B660

Dual Channel DDR4 Memory Technology
2 x DDR4 SO-DIMM Slots
Supports DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

un-buffered memory

* Supports DDR4 3200 natively.

Max. capacity of system memory: 64GB
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15u Gold Contact in DIMM Slots

1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Intel” UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)

Four graphics output options: D-Sub, HDMI, DisplayPort 1.4
and DisplayPort 1.4 (over USB Type-C Alt Mode)

* Supports up to 4 displays simultaneously

Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz



Audio

LAN

Front
Panel I/0

Rear Panel
1/0

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

Realtek ALC269 Audio Codec
1 x Headphone/Headset Jack
1 x MIC-In

1 x Audio Header

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Headphone/Headset Jack

1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Pro-
tection)

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

1 x Microphone Input Jack

1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)*

* Please use 120W power adapter for 65W CPU and 90W power
adapter for 35W CPU.

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

2 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD

Protection)

* Supports USB Type-C Alt Mode

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
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Storage + 2xSATA3 6.0 Gb/s Connectors
+ 1xBlazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280
PCle Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
+ 1xHyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
* Supports Intel® Optane™ Technology
** Supports Intel® Volume Management Device (VMD)
* Supports NVMe SSD as boot disks

RAID + Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA storage devices

Connector + 2x CPU Fan Connectors (2 x 4-pin)
+ 1xInternal Speaker Header
+ 1 x Front Panel Header
+ 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)
+ 1x Audio Header

BIOS + MI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events

+ SMBIOS 2.7 Support

« DRAM Voltage Multi-adjustment

Hardware + CPU Temperature Sensing
Monitor + CPU Fan Tachometer
+ CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature)

+ CPU Fan Multi-Speed Control
+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS + Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

Mini-STX Chassis Support List

Vendor Model
SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B/ A-STX04-M1B
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-STX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

B660M-S

TX
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.




B660M-STX
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

14



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

B660M-STX
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM

slots.

W

It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the SO-DIMM if you force the SO-DIMM into the slot at incorrect
orientation.



B660M-STX
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24 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W

Short Open
Clear CMOS Jumper @E Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

2-pin Jumper
(see p.1, No. 3) pin Jump

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSTI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.
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2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED: Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 4)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header
according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-
ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the
pin assignments are matched correctly.

19
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MONO Speaker Header

(4-pin SPEAKER1)
(see p.1, No. 6)

Please connect the chassis
Front_L-

Front_L+ speaker to this header.
Front_R+
Front_R-

Serial ATA3 Connectors
(see p.2, No. 9 and 10)

These two SATA3
connectors support SATA
data cables for internal

storage devices with up to

1 GND 1 N/A 6.0 Gb/s data transfer rate.
2 LVDS_TX+ 12 5V *The SATA3 connectors
3 LVDS_TX- 13 5V support 2.5-inch hard
4 ggg 14 5X drive (+5V) and do not
5 15 5 .
6 LVDS_RX. 16 5V su?port 3.5-inch hard
7 LVDS_RX+ | 17 N/A drive (+12V)
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
USB 2.0 Header USBSPWR There is one header on
(9-pin USB_8_9) ono'| , this motherboard. This
(see p.1, No. 5) olololoo USB 2.0 header can
DUMM\(GNlD support two ports.
Pl
USB_PWR
CPU Fan Connectors FAN_SPEED_CONTROL This motherboard

(4-pin CPU_FANI1)
(see p.1, No. 1)

(4-pin CPU_FAN2)
(see p.1, No. 8)

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

provides two 4-Pin CPU
fan (Quiet Fan)

connectors. If you plan to

T2 34 connect a 3-Pin CPU fan,
please connect it to Pin
FAN_SPEED_CONTROL 4 1-3.
FAN_SPEED 3 "
FAN VOLTAGE 5 The fan speed can not be
GND 1

adjusted if you connect a
3-Pin CPU fan.
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Audio Header 1
(5-pin AUDIO3)
(see p.1, No.7)

This Audio header allows you to

connect the audio cable for head-
Audio-R

Audio-L phone.
Jack detect

GND

21



2.6 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

22
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel* CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.

23
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and

versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Blazing M.2
Socket (M2_1, Key M) supports type 2280 PCle Gen5x4 (128 Gb/s) mode. The Hyper M.2
Socket (M2_2, Key M) supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

ad

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

@) —-——

|

Step 3

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as
this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
Apacer
Intel

Intel
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
Kingston
PATRIOT
PLEXTOR
PLEXTOR
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000) (NVMe)
ADATA ASX8000NPC-512GM-C (XPG ASX8000) (NVMe)
Apacer 2280 AP240GZ280-240G (NVMe)

Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1IW032GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 16GB (MEMPEK1IWO016GA)(NVMe)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (NVMe)

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7-256GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB (NVMe)

Kingston SHPM2280P2/240G

PATRIOT Hellfire M2 (240G) (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8PeG (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8SeGN (NVMe)

Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)

Samsung 950Pro-512G (NVMe)

Samsung 950Pro-256G (NVMe)

Samsung MZ-VLW1280 (PM961) (NVMe)

Samsung MZ-VPW1280 (SM961) (NVMe)

TOSHIBA XG3-128G (NVMe)

TOSHIBA OCZ RD400-256G (NVMe)

WD WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

WD WDS256G1X0C-00ENX0 (NVMe)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details.
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1 Einleitung

Vielen Dank fiir den Kauf des Motherboards B660M-STX. In dieser Dokumentation

enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-Schritt-
Installationsanleitungen.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden.

1.1 Lieferumfang

« B660M-STX-Motherboard (Mini-STX-Formfaktor)

+ B660M-STX-Schnellinstallationsanleitung

+ 1 x E/A-Blendenabschirmung

+ 2x Serielles ATA- (SATA) Daten-/Stromkabel (optional)
+ 2x Schrauben fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)

+ 1 x Schraube fiir WLAN-Modul (M2x2) (optional)



1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafikkarte

Mini-STX-Formfaktor

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
Digi Power design

4-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel® Hybrid-Technologie

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel B660

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-
3200/2933/2800/2666/2400/2133-Non-ECC-Speicher*

* Unterstiitzt nativ DDR4 3200.

Systemspeicher, max. Kapazitat: 64GB
Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckpltze

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)

Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausgange konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)

Vier Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, HDMI, DisplayPort
1.4 und DisplayPort 1.4 (iiber USB Type-C Alt Mode)

* Unterstiitzt bis zu 4 Displays gleichzeitig

Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS-kompatiblen mit max. Auflosung
bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) max.
Auflosung bis 8K (7680x4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei
120 Hz

B660M-STX
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Audio

LAN

Frontblende,
E/A

Riickblende,
E/A

28

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

Realtek-ALC269-Audiocodec

1 x Kopthérer-/Headset-Anschluss
1 x Mikrofoneingang

1 x Audio-Stiftleiste

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Kopthérer-/Headset-Anschluss

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2x2-Typ-C-Port (20 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x Mikrofoneingang

1 x Gleichstromanschluss (mit 19-Volt-Netzteil kompatibel)*

* Verwenden Sie bitte das 120-Watt-Netzteil fiir die 65-Watt-CPU und
das 90-Watt-Netzteil fiir die 35-Watt-CPU.

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

2 x USB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

* Unterstiitzt USB Type-C Alt Mode

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)



Speicher

RAID

Anschluss

BIOS-Funk-
tion

Hard-
wareiiberwa-
chung

Betriebssys-
tem

Zertifizierun-
gen

« 2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse
+ 1 x Blazing-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2280-

PCle-Gen5x4-Modus (128 Gb/s)*

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-2280-PCle-

Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*

* Unterstiitzt Intel” Optane™-Technologie
** Unterstiitzt Intel® Volume Management Device (VMD)
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

Unterstiitzt RAID 0 und RAID 1 fiir SATA-Speichergerite

2 x CPU-Liifteranschliisse (2 x 4-polig)

1 x Stiftleiste fiir internen Lautsprecher

1 x Frontblendenstiftleiste

1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x Audio-Stiftleiste

MI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger grafischer
Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
DRAM-Spannungsmehrfachanpassung

CPU-Temperaturerkennung

CPU-Liiftertachometer

Lautloser CPU-Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit entsprechend der CPU-Temperatur)
CPU-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

B660M-STX
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Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstellung
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-

A swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, besti Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschidigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursa-
cht wurden.

Liste der unterstiitzten Mini-STX-Gehaduse

Anbieter Modell

SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen.

W W

Short Open
CMOS-léschen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS loschen
(CLRCMOSI) Offen: Standard

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 3) poliger Jump

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf

die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schliefen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]I 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie
das System zunichst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 4)

Austaste, Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden
Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED+

Beachten Sie vor Anschlieflen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautspre-
cher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass
Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.



Mono-Lautsprecher-
Stiftleiste

(4-polig, SPEAKER1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Front_L-

Front_L+
Front_R+
Front_R-

Bitte verbinden Sie den
Gehduselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse g
(siehe S. 2, Nr. 9 und 10)

Diese beiden SATA-III-

Anschliisse unterstiitzen

1
SATA-Datenkabel fiir interne
Speichergerite mit einer Dateniib
1 GND 11 / ertragungsgeschwindigkeit bis 6,0
2 LVDS_TX+ 12 5V Gb/s.
3 LVDS_TX- 13 5V *Die SATA-III-Anschliisse
4 GND 14 5V unterstiitzen 2,5-Zoll-Festplatten
5 GND 15 5V . .
3 VDS RX. 16 BY (+5 V) und unterstiitzen keine
7 LVDS:RX+ 17 / 3,5-Zoll-Festplatten (+12 V)
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
USB 2.0-Stiftleiste USB_PWR Es gibt eine Stiftleiste an diesem
(9-polig, USB_8_9) \ Motherboard. Diese USB
(siehe S. 1, Nr. 5) o 2.0-Stiftleiste unterstiitzt zwei
DUMMY Ports.
G
P
USB_PWR

CPU-Liifteranschliisse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

(4-polig, CPU_FAN2)  FAN_SPEED_CONTROL

(siehe S. 1, Nr. 8)

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

— N w N

Dieses Motherboard bietet zwei
4-polige CPU-Liifteranschliisse
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mdchten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

B660M-STX
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Audiosteckleiste
(5-polig, AUDIO3)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Jack defect
GND

An diese Audio-Stiftleiste konnen
Sie das Audiokabel fiir einen Kop-

fhorer anschliefSen.
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére B660M-STX. Dans cette documentation, les

Chapitres 1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mere et a son installation
étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B660M-STX (facteur de forme Mini-STX)

+ Guide d’installation rapide B660M-STX

+ 1 x panneau de protection E/S

+ 2x cables de données Serial ATA (SATA) avec alimentation (optionnel)
+ 2 xvis pour sockets M.2 (M2*2) (optionnel)

+ 1 xvis pour module Wi-Fi (M2*2) (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente d’ex-
pansion

Graphiques

Facteur de forme Mini-STX

éme

Prend en charge les processeurs 12°™ génération Intel® Core™
(LGA1700)

Digi Power design

Alimentation a 4 phases

Prend en charge Intel® Hybrid Technology

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes DDR4 SO-DIMM

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200/2933/2800/2666/2400/2133

* Prend en charge la DDR4 3200 de fagon native.

Capacité max. de la mémoire systéeme : 64GB
Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)

La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

Architecture graphique Intel® X* (Gen 12)

Quatre options de sortie graphique : D-Sub, HDMI, DisplayPort
1.4 et DisplayPort 1.4 (sur USB Type-C mode Alt)

* Prend en charge jusqu'a 4 écrans simultanément

.

Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqua 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz



Audio

Réseau

Connectique
E/S du pan-
neau avant

Connectique
du panneau
arriere

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC269
1 x sortie casque téléphonique/casque découte
1 x Entrée MICRO

1 x embase audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

1 x port USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Gen2x2 type C (20 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x prise d'entrée micro

1 x prise CC (Compatible avec l'adaptateur secteur 19 V)*

* Veuillez utiliser un adaptateur secteur 120 W pour le CPU 65 W et
un adaptateur secteur 90 W pour le CPU 35 W.

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
2 x port USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

* Prend en charge USB Type-C mode Alt

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

B660M-STX
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Stockage

RAID

Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systeme
d’exploita-
tion

Certifica-
tions

« 2 x connecteur SATA3 6,0 Go/s
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen5x4 (128 Gb/s) de type 2280*
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_2, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) de type 2280*
* Prend en charge la technologie Intel® Optane™

** Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

+ Prend en charge RAID 0 et RAID 1 pour les périphériques de
stockage SATA

2 x connecteurs pour ventilateur de CPU (2 x 4 broches)

+ 1 x embase de haut-parleur interne

« 1x Panneau avant

+ 1xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

« 1 x embase audio

+ BIOS UEFI MI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

» Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

« Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension DRAM

+ Détection de la température du processeur

+ Tachéometre ventilateur processeur

« Ventilateur silencieux processeur (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d’apres la température du processeur)

+ Controle multi-vitesses du ventilateur du processeur

+ Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore

« Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits

- FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)
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1l est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifi-
cations du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces

pratiques, voire provoquer des d iges aux comp s et aux périphériques du systéme.

Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
o P g , 8 .

resp des éventuels provoqués par loverclocking.

Liste de prise en charge du chassis Mini-STX

Fournisseur Modéle
SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa

A-STX04-A1B / A-STX04-M1B

a2
©
U
c
©
S

L.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) CMOS

Cavalier (jumper)

(voir p.1, No. 3) 4 2 broches

Ouvert : Par défaut

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise
a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis [éteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte meére

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end édiabl, t votre carte mére.

igera irt

Embase du panneau sys- PLED: Branchez le bouton de mise

téme

(PANNEAUTI a 9 broches)
(voir p.1, No. 4)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat
du systeme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant

HDLED+ la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-
ton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement
au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
Iumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a
dre les fils et les broches.

parfail t faire corr

P
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Embase de haut-parleur
MONO

(SPEAKERI a 4 broches)
(voir p.1, No. 6)

Veuillez brancher le haut-parleur
Front_L-

Front_L+ du chéssis sur cette embase.
Front_R+
Front_R-

Connecteurs Serial ATA3
(voir p.2, No. 9 et 10)

Ces deux connecteurs SATA3

prennent en charge les cables

de données SATA pour les
Nom du Nom du périphériques internes de
Broche signal Broche signal stockage avec des taux de transfert
1 GND 11 N/A de données allant jusqu'a 6,0 Go/s.
2 LVDS_TX+ 12 5V * Les connecteurs SATA3
3 LVDS_TX- 13 oV prennent en charge les disques
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V durs 2,5 pouces (+5V) et ne
6 LVDS_RX- 16 5V prennent pas en charge les disques
7 LVDS_RX+ 17 N/A durs 3,5 pouces (+12V)
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
Embase USB 2.0 USESPWR Cette carte mére comprend un

(USB_8_9 4 9 broches)
(voir p.1, No. 5)

connecteur. Cette embase USB
2.0 peut prendre en charge deux

ports.

P-
USB_PWR

Connecteurs du
ventilateur du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 1)

(CPU_FAN2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 8)

FAN_SPEED_CONTROL Cette carte mére est dotée de deux

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

connecteurs pour ventilateur de
enp processeur (Quiet Fan) a 4 broch-
es. Si vous envisagez de connecter
1234 un ventilateur de processeur a 3

broches, veuillez le brancher sur la

broche 1-3.

— N W

GND
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Prise audio
(AUDIO3 a 5 broches)
(voir p.1, No. 7)

Cette embase audio vous permet
de raccorder le cable audio pour

le casque.

Jack detect
GND

a2
©
U
c
©
S

L.
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1 Introduzione

Congratulazioniii per I'acquisto della scheda madre B660M-STX. In questo manuale, i

capitoli 1 e 2 contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione
passo passo.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre B660M-STX (fattore di forma Mini-STX)

+ Guida all'installazione rapida B660M-STX

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2xcavi dati Serial ATA (SATA) con alimentazione (optional)
+ 2xviti per M.2 Socket (M2 x 2) (optional)

+ 1 x vite per modulo WiFi (M2 x 2) (optional)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

« Form Factor Mini-STX

« Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
- Digi Power design

+ Potenza a 4 fasi

+ Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

. Intel B660

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

- 2 Alloggi DDR4 SO-DIMM

+ Supporto di memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133
non-ECC, un-buffered

* Supporta DDR4 3200 in modo nativo.

Alloggio
d’espansione

Grafica

+ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
+ Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

+ 1x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

+ Lavideografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

+ Architettura grafica Intel® X* (Gen 12)

+ Quattro opzioni di output grafico: D-Sub, HDMI, DisplayPort 1.4
e DisplayPort 1.4 (tramite modalita Alt di USB tipo C)

* Supporta fino a 4 display simultaneamente

+ Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz

+ Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60
Hz

+ Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz
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Audio

LAN

Pannello I/0
frontale

1/0 pannello
posteriore

Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC269
1 x connettore cuffie/auricolare
1 x MIC-In

1 x connettore audio

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x connettore cuffie/auricolare

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2x2 di tipo C (20 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

1 Connettore ingresso microfono

1 x connettore DC (compatibile con adattatori di corrente 19V)*

* Utilizzare adattatori di corrente 120W per le CPU 65W e adattatori di
corrente 90W per CPU 35W.

1 x porta D-Sub

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
2 x Porta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

* Supporta la modalita Alt di USB tipo C

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)



Archiviazi-
one

RAID

Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

2 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s

1 x socket Blazing M.2 (M2_1, key M), supporta la modalita di tipo
2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)*

1 x socket Hyper M.2 (M2_2, key M), supporta la modalita di tipo
2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Supporta la tecnologia Intel® Optane™

** Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD)
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

Mendukung RAID 0 dan RAID 1 untuk perangkat penyimpanan
SATA

2 x connettori ventola CPU (2 x 4 pin)

1 x connettore altoparlante interno

1 x connettore pannello frontale

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore audio

MI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione variabile tensione DRAM

Rilevamento temperatura CPU

Flussometro ventola CPU

Ventola CPU silenziosa (regolazione automatica velocita in base
alla temperatura della CPU)

Controllo varie velocita ventola CPU

Monitoraggio tensione: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

B660M-STX
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regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai comp i e ai dispositivi del sist Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

Elenco telai Mini-STX supportati

Venditore Modello
SilverStone Technology Inc. VTO01S

AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open
Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS . CMOS
Jumper a 2 pin
(CLRCMOS1) Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 3)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOSTI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione
di azzeramento della CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto d'alimentazione,
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

il tasto di ripristino e I'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base
all'assegnazione dei pin definita di

HDLED+

seguito. Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Q Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimen-

tazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristi-
no per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema ¢ in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED dalimentazi-
one, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pan-

nello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione
dei pin siano corrette.
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Connettore altoparlante
MONO

(SPEAKERI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Front_L-
Front_L+
Front_R+
Front_R-

Collegare l'altoparlante dello
chassis a questo header.

Connettori Serial ATA3
(vedere pag. 2,n.9 e 10)

Questi due connettori SATA3
supportano i cavi dati SATA
per dispositivi di archiviazione

interna, con una velocita di

PIN Nome del PIN Nome del
segnale segnale trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
1 GND 11 N/A * I connettori SATA3 supportano
2 LVDS_TX+ 12 5V dischi da 2,5 pollici (+5V) e non
3 LVDS_TX- 13 5V supportano dischi da 3,5 pollici
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V (+12V)
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
Connettore USB 2.0 USB_PWR Su questa scheda madre cé un

(USB_8_9 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

connettore. Questo connettore
USB 2.0 puo supportare due
porte.

Connettori della ventola
della CPU

(CPU_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)

(CPU_FAN2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

— N W

Questa scheda madre fornisce
due connettori ventola CPU a 4
pin (Quiet Fan). Se si decide di
collegare una ventola della CPU a

3 pin, collegarla al pin 1-3.
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Connettore audio
(AUDIO3 a 5 pin)
(vedere pag. 1,n.7)

Questo connettore audio permette
di collegare il cavo audio delle

cuffie.

Jack detect
GND
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base B660M-STX. En esta documentacion, los capitulos

1y 2 contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacion paso a paso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

Placa base B660M-STX (Factor de forma Mini-STX)

Guia de instalacion rapida de B660M-STX

1 x escudo panel E/S

2 x Datos Serial ATA (SATA) con cable de alimentacién (opcional)
2 x Tornillos para sockets M.2 (M2*2) (opcional)

1 x Tornillo para médulo WiFi (M2*2) (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

Factor de forma Mini-STX

Compatible con la 12° generacién de procesadores Intel® Core™
(LGA1700)

Digi Power design

Disefio de 4 fases de alimentacion

Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x Ranuras DIMM SO DDR4

Admite memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 no
ECC, sin bufer

* Admite DDR4 3200 de forma nativa.

Capacidad méxima de memoria del sistema: 64GB
Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

1 x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
Arquitectura de graficos Intel® X (Generacion 12)

Cuatro opciones de salida grafica: D-Sub, HDMI, DisplayPort 1.4
y DisplayPort 1.4 (a través del modo Alt USB Tipo-C)

* Admite hasta 4 pantallas simultdneamente

Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resolucién
maxima hasta 8K (7680x4320) a 60Hz o 5K (5120x3200) a 120 Hz



Audio

LAN

E/Senel
panel frontal

E/S en panel
posterior

Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4

Coddec de audio Realtek ALC269
1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono
1 x Entrada de micréfono

1 x Base de conexiones de audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcion Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite proteccion
ESD)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2x2 Tipo C Port (20 Gb/s) (admite protec-
cién ESD)

1 x Conector de entrada de micréfono

1 x Conector de CC (compatible con el adaptador de alimentacién
de 19 V)*

* Utilice un adaptador de alimentacion de 120 W para CPU de 65 W y
un adaptador de alimentacion de 90 W para CPU de 35 W.

1 x Puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccién contra descargas
electrostaticas)

2 x Puertos USB 3.2 Genl1 de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite proteccién
ESD)

* Admite el modo Alt USB Tipo-C

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)

B660M-STX
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Almacenami-
ento

RAID

Conector

Funcion dela
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones
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+ 2 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s
+ 1x Zocalo Blazing M.2 (M2_1, Clave M), compatible con el modo
de tipo 2280 PCle Generacion 5 x 4 (128 Gb/s)*
+ 1x Zocalo Hyper M.2 (M2_2, Clave M), compatible con el modo
de tipo 2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*
* Compatible con la Tecnologia Optane™ de Intel®
** Admite el Dispositivo de Administracion de Volumen (VMD, segun
sus siglas en ingles) de Intel”

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

+ Admite RAID 0 y RAID 1 para dispositivos de almacenamiento
SATA

+ 2 x Conectores para ventilador de la CPU (2 x 4 contactos)

+ 1 x Base de conexiones para altavoz interno

1 x Base de conexiones en el panel frontal

+ 1x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0) (admite
proteccion contra descargas electrostéticas)

« 1 x Base de conexiones de audio

+ BIOS legal UEFI MI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

- Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

+ Miniajuste de voltaje DRAM

+ Deteccion de temperatura en la CPU

+ Tacometro de ventilador de la CPU

« Ventilador silencioso de la CPU (ajuste automatico de la velocidad
del ventilador del chasis mediante temperatura de la CPU)

+ Control de varias velocidades del ventilador de la CPU

+ Supervision del voltaje: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore de CPU

« Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits

- FCCyCE
+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)



Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herrami-
entas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del
sistema e, incluso, danar los comp tes y dispositivos del sist Esta operacién se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna

responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.

Lista de compatibilidad del chasis Mini-STX

Proveedor Modelo

SilverStone Technology Inc. VTO01S

AKasa

A-STX04-A1B / A-STX04-M1B

B660M-STX

57




58

1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos

(CLRCMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 3)

CLRCMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del siste- PLED: Conecte el botén de alimentacion,

ma

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4)

el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema
que se encuentran en el chasis a
esta base de conexiones segun las

HDLED+ asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en

la que su sistema se apagard mediante el boton de ali ion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de resta-
blecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sist ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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Base de conexiones del
altavoz MONO

(SPEAKERI de 4 contac-
tos)
(consulte la pdg. 1, n° 6)

Front L Conecte el altavoz del chasis a este

Front_L+ cabezal.
Front_R+
Front_R-

Conectores Serie ATA3
(consulte la pagina 2, n° 9

y 10)

Nombre de la

Nombre de la

Estos dos conectores SATA3
admiten cables de datos
SATA para dispositivos de

almacenamiento internos con una

B senal PIN senal tasa de transferencia de datos de
1 TIERRA 11 N/D hasta 6,0 Gb/s.
2 LVDS_TX+ 12 5V *Los conectores SATA3 admiten
3 L0 P, 13 oV unidades de disco duro de 2,5"
4 TIERRA 14 5V ) .
5 TIERRA 15 5V (+5 V) y no admiten unidades de
6 LVDS_RX- 16 5V disco duro de 3,5" (+12 V)
7 LVDS_RX+ 17 N/D
8 TIERRA 18 TIERRA
9 TIERRA 19 TIERRA
10 TIERRA 20 TIERRA
Cabezal USB 2.0 USB_PWR Esta placa base tiene otra base

(USB_8_9 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 5)

de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.
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FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Conectores del ventilador

dela CPU FAN_VOLTAGE
(CPU_FANI1 de 4 o
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1) T2 s 4

(CPU_FAN?2 de 4 FAN_SPEED_CONTROL 4
- FAN_SPEED 3
contactos) FAN_VOLTAGE 2
GND 1

(consulte la pag. 1, n° 8)

Esta placa base contiene dos
conectores de ventilador (ven-
tilador silencioso) de CPU de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Base de conexiones de

audio )
Audio-R
(AUDIO3 de 5 contactos) Audio-L
Jack detect
(consulte la pag. 1, n° 7) GND

Esta base de conexiones de audio
permite conectar el cable de audio

para auriculares.
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1 BeBegeHne

Braropapum Bac 3a mpuobperenue cucreMHoit marsl B660M-STX. Pasgersr 1
U 2 HACTOSIIIEro JOKYMEHTa COfilepyKar o0IIye CBeleHNs O CUCTEeMHOI] IIaTe 1

IIoIIaroBble MHCTPYKINM 11O YCTAHOBKE.

obecneuerus BIOS codepicumoe Hacmosuieti 00KymMeHmauuu moxem Ovimby usmeHeHo 6e3

Q Tlo npusute 06HOBNIEHUS XAPAKMEPUCINUK CUCEMHOTE NAAMbL U NPOZPAMMHOZ0
npedsapumensHozo y8edomaeHus.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

+ MarepuHckas nnara B660M-STX (popm-dakrop Mini-STX)

+ Kparkoe pykoBopcTBO 1o ycraHoBke B660M-STX

+ 1 aKpaH IaHe/u C IOpPTaMy BBOJA-BBIBOJA

+ 2 kabers nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) u mHyp nuTaHus (JOIONTHNUTETbHBIE
MIPUHA/IKHOCTN)

+ 2 BUHT 4151 pasbema M.2 (M2*2) (mprobpeTaeTcs OT/e/IbHO)

« 1 BunT st mogyst WiFi (M2*2) (mprobpeTtaeTcst OTAeIbHO)
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1.2 TexHnYecKne xapaKTepuCTUKM

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

paduueckan
nopcucrema

+ ®opm-dakrop Mini-STX

- Tlomuepxka mporeccopos 12-ro mokonenus Intel® Core™
(LGA 1700)

- Digi Power design

+ Cucrema nuranus 4

- Iloppepsxka Texnonornu Intel® Hybrid

- Iloppepxusaercs rexxonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

. Intel B660

 JIByxxaHanbHas namATb DDR4

+ 2 cmora DDR4 SO-DIMM

« Tlopgpepxusatorcst Mogynu Hebydepnszopannoi mamsatn DDR4
3200/2933/2800/2666/2400/2133 6e3 ECC.

* IToppepsxka DDR4 3200 1o ymom4aHuio.

« Makcumanbubiit 06bem O3V: 64 T'6
+ Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Tlosonouennnie (15 MKM) KOHTAaKTHI ¢1oToB DIMM

+ 1 cmor M.2 (ximou E) wist mopynst WiFi/BT tuma 2230 u Intel®
CNVi (Bcrpoennsie WiFi/BT)

+ Bcrpoennsiit Bugeoagantep Intel® UHD Graphics u BbIxomst
VGA nopjep>XuBaroTcs TONbKO Ipyu ucnonabzosanuu LI1 co
BCTPOEHHBIMM IPApUUeCKIMM MTPOLIeCCOPAMI.

- Ipaduueckas apxurexrypa Intel® X* (12 mokosene)

+ Yetsipe rpaduyecknux Bbixoza: D-Sub, HDMI, DisplayPort 1.4 n
DisplayPort 1.4 (vepes USB Type-C ¢ pexxumom Alt)

* Iopep>knBaeTCcs BHIBOJ, OJIHOBPEMEHHO Ha 4 MOHUTOPA

+ TTopmepxxka HDMI 2.1 TMDS coBMecTUM ¢ MaKCUMaIbHbIM
paspeunrennem fo 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 iy

+ IlognepxmuBaercs D-Sub ¢ MakcuManbHBIM paspelieHneM o
1920x1200 mipu 60 Iy

+ Toppepxxka DisplayPort 1.4 ¢ DSC (B cxxatom dopmare), ¢ Maxc.
paspentennem fo 8K (7680x4320), 60 It/ 5K (5120x3200), 120 I1g
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3BYK

LAN

MopTbi
BBOJa-
BbiBOZa Ha
nepepHen
naHenun

ToinoBble
nopTbl
BBOAa-
BblBOAA
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« Ilognepxka HDCP 2.3 ¢ pasbemamu, comecTumbimu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4

+ Aypuokogek Realtek ALC269
« 1 rHe3yi0 /IS HAYLIHVKOB VI TAPHUTYPBL
1 MUKpOOHHBIIT BXOJ,

« 1 Komopka sByKa

+ Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wut/c

+ Giga PHY Intel® 1219V

« Tloppepxusaercs npobysxpene mo JIBC

+ MonHuesamuTa 1 3aluTa OT 37EKTPOCTATUYECKMX PA3PAIOB
« Tloppepxuaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Ilopnepxusaercsa PXE

o 1 THEe310 A1 Hay]J_IH]/IKOB Nn FapHI/ITyphI

+ 1 mopt USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6ut/c) (c 3ammToit ot
9NIEKTPOCTATUIECKIUX Pa3psiLOB)

+ 1 mopt USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 I'6ut/c) (c 3aupmroit ot
9NIEKTPOCTATUIECKIUX Pa3psiLOB)

+ 1 MUKpOQOHHBII BXO

« 1 BXOJl IMTaHUA MOCTOAHHOIO TOKa (coBMecTuM ¢ 19-B 610kom

nuranus)*

* PekoMeHIyeTCs MCIIO/Ib30BaTh afanTtep nuTanus 120 Bart aa IIT

65 Bart 1 aganrep nutanua 90 Bart pia III 35 Batr.

+ 1 nopr D-Sub

« 1 nopr HDMI

« 1 nopr DisplayPort 1.4

+ 2 mnopra USB 2.0 (c 3a1uToi1 OT 9/1€EKTPOCTATIIECKIX Pa3psiioB)

« 2mnopra USB 3.2 Genl Type-A (c 3ammToii OT 3/€KTPOCTATUIECKUX
paspsimoB)

« 1 nopt USB 3.2 Gen2 Type-C (10 I'6ut/c) (c 3aiguroi ot

SJIEKTPOCTATUIECKUX pa3p5m013)

*Ioppepxusaer USB Type-C ¢ pesxxumom Alt

+ 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu (AkrrsHOoCTb/COeaHEHNE U

CKOpoCTb)
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3anomunHamwouwume
yCTponcTBa

RAID

Pasbembl

MapameTpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHusA

OnepauyvoHHble
cucTembl

CepTudukayus

* Tlomepxka TexHonornu Intel” Optane”

2 nopra SATA3 6,0 I'6ut/c

THespo Blazing M.2 (M2_1, ko4 M) ¢ ITOfifiep)KKOI PeXXIMOB
2280 PCIe Gen5x4 (128 T'6ut/c) x 1 mr.*

THesmo Hyper M.2 (M2_2, k04 M) ¢ IOAI€P>KKOIT PeXXIMOB

2280 PCle Gen4x4 (64 I'6ur/c) x 1 mr.*
M

** Tlopneprkka texuomorun Intel® Volume Management Device
(VMD)
* Ilopep>KMBalOTCA B KadeCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuna
NVMe

Ioppepxupaerca RAID 0 m RAID 1 1 3anioMyHAOLIINX
ycTporicts SATA

2 pasbema st BeHtwsiropa LI (2 x 4-KOHTaKTHBII)
1 KonojKa /1711 BHYTPEHHETo IMHAMMKA

1 KooJKa /1A IOPTOB Ha IepefiHell ITaHe

1 xomopka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3amuToit oT
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3psALOB)

1 Komoaxa 3ByKa

MI UEFI Legal BIOS ¢ nofiiep>kkoit MHOTOSI3bIYHOTO
rpaduyueckoro nHTepdeiica

Iopaeprxka GyHKIMit Tpobyxaenns o cranpapry ACPI 6.0
Ioppep>xxa SMBIOS 2.7

Perynuposka Hanpsbxkennit DRAM

Hatuuk temneparyps ITT

Taxometp BenTHnATOpa 111

Becurymubiit serntusaTop LIT (c aBToMaTngecKoit
PerynmpoBKO¥ CKOPOCTH BPaIeHNs KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA
TI0 TeMIIepaType IPoLeccopa)

Perynuposka ckopocTtu Bpauenus BeHTunATopa 1T

Kontponp Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 1111

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas) / 11 (64-paspsignast)

FCC, CE
CosmectuMocTb ¢ ErP/EuP (1eobxomum 610K uTaHus,

coorBeTcTByloumit crauiapry ErP/EuP)
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Credyem yuumovieam, 4mo pazzoH npoueccopad, 6Kn04as usmerenue Hacmpoex BIOS,
A npumenenue mexuonozuu Untied Overclocking u uc uHcmp P
- 0 m puckom. Paszon npoueccopa
MOJNEM CHUSUMb CIABUIHOCID CUCTeMbL U 0aJke NPUBECTIU K NOBPeNCOeHUI0 ee
KOMNOHEHMO6 1 ycmpoticme. Paszon npoyeccopa ocyujec 4
Ha co6cmeenHblil puck u 3a cobcmeennviii cuem. Mol He Hecem 0mMeemcmMeeHHoCHb 34
603MONCHbIIL Yi4epO, 6bI36AHHDLLL PAS20HOM NPOLECCOPA.

i, Conpsisicer ¢

UMDBLX NPOU 1p

Cnncok nogaeprkmeaemMbix kopnycos Mini-STX

MocTaBwmK Mopgenb

SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa IIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu TI€pEMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOB/IEHA, TIePEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W W

Short Open
ITepembruxa copoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHas
(CLRCMOS1) TepeMbIuKa PaszomxayTa: ITo ymondanuio

(cm. cTp. 1, Ne 3)

CLRCMOSI ucnonbayerca pus ypanenus ganaeix CMOS. B mamatu CMOS copeprxarcs
TaKMNe JaHHbIC O HaCTpOI/uIKe CUCTEMBI, KaK CUCTEMHBIN I1aposb, faTa, BpeM: U ITapaMeTpPbl
HACTPOIIKY cuCTeMbl. UYTOObI COPOCUTD 1 OOHY/IUTD ITapaMeTPhI CUCTEMBI Ha HACTPOMKI
110 yMOH‘IaHI/IIO, BBIK/TIOUNTE KOMIIBIOTED U U3BIEKNUTE BI/HIKY 3 PO3ETKMU, a 3aTEM
KOJIITAYKOBOJ1 IIepeMbIUKOil 3aMKHMTe KOHTakThl Ha CLRCMOSI Ha 3 cexyHJbI.

ITocne copoca HacTpoek CMOS He 3a6yzbTe CHATD KOJIIIAYKOBYIO TepeMbIuKy. [Ipn
HeobxozumocTy copocuts HacTpoitk CMOS cpasy nocre o6nosenns BIOS cuauana

IIepesarpysuTe CUCTEMY, @ 3aTeM BBIKTIOUMTE KOMIIBIOTEP Tepes; COPOCOM HaCTPOeK
CMOS.
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1.4 Konopgku v Pa3beMbl, PaCnOJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON

njare

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil naame Kono0Ku u pasvemolL HE siensiomcs nepemvl4Kamu.
HEycmaHaBszmZme HA 9MU KO0OKU MpaS'beMbl nepeMmeu-Kozmauqu Yemanoska
nepemvi4eK-K0nINnauKkos Ha 3mu KOZOOKU U pasvemoL moxcem 8vi36amb HeyCmpaHumoe
noapembeﬂue CUCMeMHOT naamol.

Konopgka cucremHoimn

TIaHenm

(9-xonrakTHas, PANELI)
(M. cTp. 1, Ne 4)

INopknrounTe pacrnono>xeHHble
Ha KOpITyce KHOTIKY MUTaHN,
KHOIKY Tlepe3arpysku 1
VHJVKATOP COCTOSHNSA CUCTEMBI

K 9TOM KOJ/IOAKEe B COOTBETCTBUM

C Ha3HavYeHNeM KOHTAKTOB,
npuBefieHHbIM Hike. Ileper
MOAK/II0YEHEM Kabereit
OITpefieNnTe IOOKUTETbHBIN 1

OTPMHaTEHbeIﬁ KOHTAKThI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Tlooxniouenue KHONKU NUMAHUS, PACNONIONEHHOIL HA nepedHell nanenu Kopnyca. Mosicro
HACMPOUMb COCOO BLIKIIOHEHUS CUCHEMbL NPU HANCAMUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xHonxa c6poca):

Tlooxniouenue KHonku c6poca, pacnonioxeHHoll Ha nepedHeti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY COPOCa, umo6vl nepesanycmunib KOMRbIOMep, ecii OH 3a8UC U HOPMATbHbITL
nepesanycK Heso3MomeH.

PLED (i i J cucmemvl):

Tlooxnouenue UHOUKAIMOPA COCHOAHUS, PACHOTIONEHHO20 HA HepedHell naHeau Kopnyca.
CsemoduodHvlil uHoukamop eopum, koz0a cucmema paéomaem. Kozda cucmema HaxoOumcs
6 pesicume oxcudarus S1/83, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxooumcs 6 pesxicume

osmcudanus S4 unu svikouena (S5), ceemoduod e opum.

HDLED (c6emoduodnviii unduxamop pabomuot jxecmxozo 0ucKa):

Iooknouerue c8emodu00H020 UHOUKAMOPA PABOMbL IHecmKozo OUCKA, PACHOIONEHHO20 HA
nepedreti nanenu. CéemoduoOHbvlil UHOUKAMOP 20puUm, K020a HecmKuti OUCK BbINONHACM
CHUMbLBAHUE UL 3aNUCH OAHHDIX.

Tlepednss naneny moxem Gvimv pasHoti Ha pasnbix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
pucnaﬂameﬂm KHOnKa numaHusd, KHonka nepesanycrm, uH@uKamap numaHus, uﬂbukumop
pabomul secmkozo ducka, ounamux u m.o. IIpu nodkmoueHuy nepedHeil naxenu K 3moii
K07100Ke nookauatime npoeoba K coomeemcmasayouium KOHmMaxKmam.



Konogka ; Front L- ITpennasHaueHa i
MOHO(OHIYIECKOTO Front_L+ TIOJK/TIOYEHNA JUHAMYKA
TPOMKOTOBOPHUTE/A Front_R+ KopIyca.

Front_R-
(4-xonrakra, SPEAKERI)
(em. cTp. 1, Ne 6)
Pazpemsr Serial ATA3 It nBa pasbema SATA3

(cm. cTp. 2, Ne 9 11 10)

MpefHa3HAYeHBI IS
nopgkoueHns kabeneit SATA

BHYTPEHHMX 3aIIOMIHAIOIINX

EELEL T HaszBaHne
KOHTAKT curHana KOHTAKT curHana YCTPOJICTB ISl IIepefady TaHHBIX
1 GND 11 H.II. €O CKOpOCTBIO 710 6,0 ['6ut/c.
2 LVDS_TX+ 12 5B * K paspemam SATA3
3 LVDS_TX- 13 5B JOIyCKaeTCsl MOAK/II0YaTh
4 GND 14 5B .
5 GND 15 5B 2,5-I10/IMOBBIE YKECTKIIE JVICKU
6 LVDS_RX- 16 5B (+5 B), HO He omycKaeTcs
7 LVDS_RX+ 17 H.IL TIO/[K/TI0YATh 3,5-/[I0/IMOBbIE
8 GND 18 GND myvickn (+12 B).
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
Konopxa USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHCKoOI1 171aTe nMeeTcst

(9-xonrakrHas, USB_8_9)
(em. cTp. 1, Ne 5)

ofHa Koyonka. 9ta konogka USB
2.0 MOXeT IOofilep>KMBATh JiBa

opra.

P FAN_SPEED_CONTROL
a3beMbI BEeHTU/IATOPOB CPU_FAN_SPEED

]-IH FAN_VOLTAGE
GND
(4-xonrtakra, CPU_FAN1)

(cm. cp. 1, Ne 1)

FAN_SPEED_CONTROL 4

(4-xonrakra, CPU_FAN2) FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

(cm. cTp. 1, Ne 8) GND 1

Ta cucTeMHas 11aTa CHabxeHa
ABYMs 4-KOHTaKTHBIMM
pasbeMaMy [T MaTOIIyMAIIETO
BenTunATopa LI Ecn Bb1
cobupaeTech MOAKIIOYNTD
3-KOHTAKTHBI BEHTUIATOP
OX/TXK/IEHNA TIPOL[eccopa,
TIOAIKTIOYAliTe eT0 K KOHTAKTaM
1-3.

B660M-STX
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Konopxa sByka 1

(5-KOHTaKTHBIIA,
Audio-R
Audio-L

AUDIO3)
Jack detect
(em. cp. 1, Ne 7) GND

OTa ayAMOKO/IOKa aeT
BO3MOYKHOCTD TIOJK/TIOUNTH

ayamokaberb K rapHUTYype.



B660M-STX

1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae B660M-STX. Nesta documentagao, Capitulo 1 e 2

contém a introdugéo da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa-mae B660M-STX (Mini-STX Form Factor)

Guia de Instalacdo Répida da B660M-STX

1 x Painel de E/S

2 x Dados Serial ATA(SATA) com Cabo de Forga (Opcional)
2 x Parafusos para Soquetes M.2 (M2*2) (Opcional)

1 x Parafuso para Médulo WiFi (M2*2) (Opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Graficos

Formato Mini-STX

Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Design com 4 fases de alimentagdo

Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais
2 x Slots DDR4 SO-DIMM
Suporta memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133, nao

ECC, sem memoria intermédia*

* Suporta DDR4 3200 nativamente.

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
Arquitetura Grafica Intel® X° (Gen 12)

Quatro opgdes de saida de graficos: D-Sub, HDMI, DisplayPort 1.4
e DisplayPort 1.4 (sobre Modo Alt USB Tipo-C)

* Suporta até 4 monitores simultaneamente

.

Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolu¢ao max. até 4K
x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Suporta D-Sub com resolu¢ao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz
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+ Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnoséci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Audio . Codec de Audio Realtek ALC269
« 1x Entrada de Fone de ouvido
« 1x Entrada de MIC

. 1x Conector de Audio

LAN + LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
+ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Suporta PXE

E/S do painel - 1xEntrada de Fone de ouvido
frontal + 1xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protegao ESD)
» 1 xPorta USB 3.2 Gen2x2 Tipo C (20 Gb/s) (Suporta Prote¢ao
ESD)
+ 1x Entrada de microfone

E/S do painel - 1x Adaptador CC (Compativel com o adaptador de for¢a de 19V)*
posterior * Por favor, use o adaptador de fora de 120W para 65W CPU e
adaptador de forga 90W para 35W CPU.
+ 1xPorta D-Sub
« 1xPorta HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 2x Portas USB 2.0 (Suporta Proteciao ESD)
« 2xPorta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Proteciao ESD)
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protegiao ESD)
* Suporta Modo Alt USB Tipo-C
+ 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
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Armazena-
mento

RAID

Conector

Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificagoes
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2 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s

«+ 1x Blazing Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo tipo 2280

PCle Gen5x4 (128 Gb/s)*

+ 1x Hyper Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modo tipo 2280

PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Suporta tecnologia Intel” Optane™
** Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

Suporta RAID 0 e RAID 1 para dispositivos de armazenagem SATA

2 x Conectores de ventilador CPU (2 x 4-pinos)

1 x Conector alto-falante interno

1 x Cabegote do Painel Frontal

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Pro-
tegao ESD)

1 x Conector de Audio

MI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
Suporte SMBIOS 2.7

Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

Sensor de Temperatura CPU

Tacometro da Ventoinha da CPU

Ventoinha silenciosa da CPU (Auto ajusta velocidade da ventoinha
do gabinete pela temperatura da CPU)

Controle de Multivelocidades Ventoinha CPU

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)
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Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-

mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Néo nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.

Lista de Suporte do Chassi Mini-STX

Vendedor Modelo
SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa

A-STX04-A1B / A-STX04-M1B

Portugués
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de
jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS @E Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Aberto: Padrao

umper de 2 pinos
(ver p.1,N.2 3) Jurop P

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem

informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e

parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do sistema
na configuragio padréo, desligue o computador e retire o cabo de alimentagéo, utilizando
em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS]I durante 3 segundos. Por favor,
ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar

o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de siste- PLED: Ligue o botao de alimentagao,

ma

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.c 4)

o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo
com a descri¢do abaixo. Observe

HDLED+

0s pinos positivos e negativos
antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botdao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagio, um botdo de reinicializagio, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médu-
lo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem
de forma correta.
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Cabegote do Alto-Falante
MONO

(SPEAKERI de 4 pinos)
(ver p.1,N.° 6)

Por favor, conecte o alto-falante
Front_L-

Front_L+ do chassi a este suporte.
Front_R+
Front_R-

Conectores série ATA3
(ver p.2,N.c9 e 10)

Estes dois conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de

armazenamento interno com uma

Nome do Nome do
B Sinal PIN Sinal taxa de transferéncia de dados de
1 TERRA 11 N/A até 6,0 Gb/s.
2 LVDS_TX+ 12 5V Os conectores SATA3 oferecem
3 LVDS_TX- 13 oV suporte a disco rigido de 2,5
4 TERRA 14 5V lewad 20 of:
5 TERRA 15 5V polegadas (+5V) e nao oferecem
6 LVDS_RX- 16 5V suporte a disco rigido de 3,5
7 LVDS_RX+ 17 N/A polegadas (+12V)
8 TERRA 18 TERRA
9 TERRA 19 TERRA
10 TERRA 20 TERRA
Suporte USB 2.0 USB_PWR Ha um cabegote nesta placa-mae.

(USB_8_9 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 5)

Cada suporte USB 2.0 pode ter

duas portas.

P-
USB_PWR

Conectores do ventilador
da CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

(CPU_FANZ2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.°8)

FAN_SPEED_CONTROL Esta placa mée inclui dois

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

conectores de ventilador da CPU
oND (Ventilador silencioso) de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um

1234 ventilador da CPU de 3 pinos, por

favor, conecte-o ao Pino 1-3.

— N W

GND
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Conector de Audio
(AUDIO3 de 5 pinos)
(ver p.1, N.°7)

Audio-R
Audio-L
Jack detect

GND

Este conector de Audio permite
que vocé conecte o cabo de dudio
ao fne de ouvido.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup plyty gléwnej B660M-STX. W niniejszej dokumentacji,

rozdzialy 1 i 2 zawieraja wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji
krok po kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna B660M-STX (wspoélczynnik ksztattu Mini-STX)

+ Skrécona instrukeja instalacji B660M-STX

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

2 x kable danych z kablem zasilania Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)
+ 2x$ruby do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalne)

+ 1x$ruba do modutu WiFi (M2*2) (Opcjonalne)



1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wspotczynnik ksztattu Mini-STX

Obstuga 12" generacji procesoréw Intel” Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Sekcja zasilania 4 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel” Hybrid

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Technologia pamigci Dual Channel DDR4
2 x gniazda DDR4 SO-DIMM
Obstuga pamieci DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-

ECC, pamig¢ niebuforowana

* Natywna obstuga pamieci DDR4 3200.

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB
Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15u poztacane styki w gniazdach DIMM

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230 i
Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Wbudowana grafika Intel” UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

Cztery opcje wyjécia grafiki: D-Sub, HDMI, DisplayPort 1.4 i
DisplayPort 1.4 (przez USB Type-C Alt Mode)

* Obstuga do 4 monitoréw jednoczesnie

Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczosciag do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoscia do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200)
przy 120Hz

B660M-STX
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Audio

LAN

Przedni pan-
el Wejscia/
Wyjscia

Tylny panel
Wejscia/Wy-
jscia

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnosci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Realtek ALC269 Audio Codec
1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego
1x MIC-In

1 x zlacze glowkowe dzwieku

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2x2 typu C (20 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x gniazdo wejscia mikrofonu

1 x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)*

* Korzystac z zasilacza 120 W dla CPU 65 W i zasilacza 90 W dla CPU
35W.

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

2 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

* Obstuga USB Type-C Alt Mode

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)



Przechowy-
wanie

RAID

Ziacze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System oper-
acyjny

Certyfikaty

+ 2xzigcza SATA3 6,0 Gb/s
+ 1xBlazing M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstugg trybu 2280 PCle

Gen5x4 (128 Gb/s)*

+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstuga trybu 2280 PCle

Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Obstuga technologii Intel® Optane™
** Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

Obstuga RAID 0 i RAID 1 urzadzen pamieci masowej SATA

2 x zkgcze wentylatora CPU (2 x 4-pinowe)

1 x zlacze glowkowe glosnika wewnetrznego

1 x zlacze gléwkowe na panelu przednim

1 x zlgcza glowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

1 x ztgcze gtowkowe dzwieku

Obstuga starszych wersji BIOS MI UEFI z wielojezycznym GUI
Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wielokrotna regulacja napigcia DRAM

Wykrywanie temperatury CPU

Tachometr wentylatora CPU

Cichy wentylator CPU (automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury CPU)
Sterowanie wieloma predkosciami obrotowymi wentylatora CPU
Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 'V, +5 'V,
+3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy

FCC, CE
Gotowos$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

B660M-STX
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ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzgdzen systemu. Powinno to zostaé zrobione

na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.

Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

Lista obstugiwanych obudéw Mini-STX

Dostawca Model
SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

W W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS . pamieci CMOS
2-pinowa zworka
(CLRCMOSI) Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 3)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odiacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze gtéwkowe na pane-
lu systemu

(9-pinowe PANELL)
(sprawdz s.1, Nr 4)

PLED+

Do tego zlacza gtowkowego
mozna podigczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i wskaznik
stanu systemu na obudowie,

zgodnie z przydzialem pinéw

HDLED+ ponizej. Przed podtaczeniem kabli

nalezy zapisa¢ pozycje pindw plus

i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podtgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-
urowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic¢ komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza glowkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow
i pinow.
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Zlacze gtowkowe

1 Front_L-
glos’nika MONO Front_L+
(4-pinowe SPEAKER1) Front R+

Front_R-

(sprawdz s.1, Nr 6)

Podlacz to tego zfacza
glowkowego gtosnik obudowy.

ZYacza Serial ATA3
(sprawdz p.2, Nr 91 10)

Te dwa ztacza SATA3 obstuguja
kable danych SATA dla
wewnetrznych urzadzen pamieci

z szybkoscig transferu danych do

styk Nazwa Nazwa
4 sygnatu sygnatu 6,0 Gb/s.
1 GND Nie dotyczy *ZYacza SATA3 obstuguja dyski
2 LVDS_TX+ 12 5V twarde 2,5 cala (+5 V) i nie
3 LVDS_TX- 13 SV obstuguja dyskéw twardych 3,5
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V cala (+12V)
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 Nie dotyczy
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
Z¥acza glowkowe USB 2.0 uss_PWR Na tej plycie gléwnej znajduje

(9-pinowe USB_8_9)
(sprawdz s.1, Nr 5)

sie jedno ztacze glowkowe.
Ztycze gtowkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Ztacza wentylatora CPU FAN_SPEED_CONTROL
(4-pinowe CPU_FAN1) e vorraee T
(sprawdz s.1, Nr 1) GND

1 2 3 4

(4-pinowe CPU_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 8)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— N W

Plyta gtéwna udostepnia dwa
4-pinowe zlacza wentylato-

ra CPU (Cichy wentylator).

Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.
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Ztacze gtowkowe dzwigku
(5-pinowe AUDIO3)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ztacze gtowkowe dzwigku umozli-
wia podlaczenie kabla audio

stuchawek.

Jack detect
GND
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12 Al o} Intel® Core™ Z 2 A 4 2] 1 (LGA1700)
Digi Power design

470 AL N =

Intel® Hybrid 7] & 2] %1

Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 2] <1

Intel B660

< A DDR4 ¥ 28] 7] &

DDR4 SO-DIMM <% 2 7}

DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 H] ECC, H] H] 3] & uf] =
2] 24

* 7] 32 © 2 DDR4 3200 2 A 43T},
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Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 2] 1
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22 « Realtek ALC269 2.T] ¢ 7d]
o FuE A A A
o wlol= 43 170
o 212 FH 1A

LAN » Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
» Giga PHY Intel® 1219V
o Wake-On-LAN 2] ¢J
« Wl /ESD B35 A
. B3 o]l 802.3az A A
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o

2
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104

g0 . sl=F/s=A A1 5
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N NERLEE RS
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* 65W CPU of| = 120W A A HE] 5 A}-8-3}3 35W CPU ol =
90W H 4l o] HE] & A3 A 2

« D-Sub ZE 17

« HDMI 2E 17}

« DisplayPort 1.4 1 7}

o USB2.0ZE 27 (ESD B3 2| ¥)

o USB3.2Genl E}3] A EE 2 7] (ESD 2.5 2| )

« USB3.2Gen2 e8] C EE 17 (10 Gb/s) (ESD B3 2] 1)
*USB EFS] -C Alt .= A <)

« LED %% RJ-45 LAN ¥ E 1 7} (ACT/LINK LED % SPEED LED)

= AR + SATA36.0 Gb/s 7 E] 2 7}

o B#lo]A M2 &7 1 7] (M2_1, Key M), EF4] 2280 PCle Gen5x4
(128Gb/s) =5 2] ¢ *

o &to]s] M2 24 170 (M2_2, Key M), EF 2280 PCle
Gen4x4(64Gb/s) B =5 2] <] *

* Intel® Optane™ 7] = 2] 1

** Intel® Volume Management Device(VMD) 2]

*NVMe SSD & -8 t] =32 AHg- 7hsel =5 A4
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1x USB 2.0 N\ & —(2 DD USB 2.0 IR— M) S
5 (ESD) TRFEICHT L)

1x A =T A"y X —

MI UEFI Legal BIOS, £ 5 & GUI Y R— My &
ACPI 6.0 ¥l 2 AT v T ANV b

SMBIOS 2.7 Y R—F

DRAM FE <)L F-3i%%

CPUREXL YT

CPU 77V RAIAA—%

CPU V' TA Ly F 77 (CPUIREICHES> T v — T 7 VS
7 HBRE)

CPU 77 >/ )V F- L5 ] )

TR - +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 £ v k /11 64 E b

FCC,CE
ErP/EuP Ready (ErP/EuP & & AHGEE AL ETY)

B660M-STX

101



IN= 0y 7 —)VDEHEERGT A —/ =0y icid, —EDVX 22 ET
DTCEHELIEE e A== 00 I T BELRT LI LIEICEDTED, SR T LD
IR MRTINAADEIRT B LD DDE T, CHZDEETIToTEEN,
Yt Tl A—/N—= 0y ZIC L BHHAD BT AV 0 AE I DT TEIES N,

f BIOS FE D#e. 77> A4 KA —IN—2 0y 072/ 02D — K/ 8\—7 DA —

SSSTX Vv —UYR— YR

SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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B660M-STX

13 v UN—BF
COATANME, V¥ IR—DRENTEERLTOET, Vv 8—Fyy T HE
N ESTOBE Tr 8= a—b T, Jvi/S—Fr v THE I
EoTWIEWEAIZ. Vv =3 A =T 1T,

- @

Short Open
CMOS 7V 7V x /78— a—hk: CMOS DIUT
(CLRCMOS1) F—=T2 T T4V

2BV TR S—
(p.1.No. 3 ZHH)

CLRCMOSI1 1. CMOS DT —27%Z 7V 7§ 2HZENTEET, CMOS DT —HITIZ,
VAT LSAT =R, HA R AT LREI ST AR =G E DTV AT L e
WP EFENE T, HEL T T IAIVRREICT AT LIST A= =Tz h g 31
. av¥a—2—0&EFEZY)0, BRI F2RE v —Fry T2 AHLT
CLRCMOS1 DY 3 M a—FLE T, CMOS 27V 7 LIcikld . Jv >/ 8—Fry
TR T DR ENENEITUTLEE, BIOS 77 7T — kM4, CMOS %271
7S BAENBHNE RN AT LERE L, ZNh5 CMOS VU T 773 tT
IRy FE I LTLIEEL,
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144 R—KDOAY A —EaRI A

AYR—FN\Y =L TARTRES Y2 8—TldHDECG e CNENYZ—LTRTX
A 121327 2 78— F 7w TR LN TLIEE N NV X —FBEUPIRT KIS 727 5—
FrwTEWEBE, P —IR— FICHPRIEIEC Z S EDBHDET,

VAT LISy B — PLED: RS2 ki L R A %2
(9 ¥/ PANEL1) Uty hL, FdDEVED YT
(p.1.No. 4 ZH) KHEST V=Y DYAT LA
T—RALRT T T2 TDNY
Z—cty hLET, 7TV %&

HDLED: BRI EII. EVD+E—
I DU TLIEE LY,
PWRBTN (Bl %>):
= SRV D BIFR XN L TLIEX s BIFRZZEH LT AT
ZA NGB RETEET,
RESET (VB FRZ2):

Sy =R SRV DYy FRZACHHEL TLIEE 0, A Ea—2—H T —=XL
720, G DBHEE) 2 EI T TE ARG EICIE, Uy MR 2 LT, a2 Ea—X—%
FREBILE T,

PLED (X 7L #Eli LED) :

S —HE S RIVDEPFER T—RRA > DT —Z—IcfEHi L TLIEE 0y S XTI
{EjH1d, LED DV LET, S AT AH S1/53 XV —TIRAEDBF A ICiE, LED (3555 7%
WFET, SRATLH $4 V) —TIRREE /23 T A7 (S5) D& FIIE, LED (347 T,

HDLED )N—FR547 725+ LED)
S =R NRIVDIN— R RS A7 7071 €T LED ICHHE L TLIES s N—FF
T4 T DT =Rt A D E T 1E #E AR U, LED 134N DET,

B SRV T YA NG, 2= k> TREBCEDBDET, Filll/ SFIVES2—Il
&, FICE PR L VY y FRZ, @i LED,)N—R K547 7271 €7 LED, R &'—
H—7EDSHREINET, > v —> DR SRIVES 2 — )b & DNy X—7 i 9
BB BARDEND G4 TE, B2 DED L THIELS AL T B E 2N TS
V=125



B660M-STX

MONO A¥—71—"\w : Front L. Y=Y AE—=A—IETDNY
ﬁ\h— Front_L+ ﬁ\“—bz}gﬁbf<fié[/\o
(4 ¥ SPEAKER1) Front_R+

Front_R-

(p.1.No. 6 ZHH)

VTV ATA3 I3 T R
(p2.No.9 & 10 BH)

N5 2 D0 SATA3 ART X —
&, %15 6.0 Gb/s DT — RHLik
HETHERARL =Y T30 X
D SATA T =R —7 )L %4

1 Pt 11 N/A F—hLET,
2 LVDS_TX+ 12 5V *SATA3 ARV RIF. 2.5 1V F
3 LVDS_TX- 13 5V IN—RRS AT (45V) B B—
1 oy 14 v PLET A 35 A FN—FE
P VDS RX- 16 =V AT (+12V) ZYR—FLEE
7 LVDS RX+ | 17 N/A Ao
8 it 18 il
9 it 19 el
10 Pt 20 vzl
USB 2.0 \w&— USB_PWR CORYP—R—=RIZIF 1 DD
P+ .
(9 ¥> USB_8_9) onp . AV Z—=DEMEINTOET,
5‘/,‘%5 - s
(p.1.No. 5 ZIR) BloIoIo ;00) USB 2.0:\15? 13220
oumniy [ | R—FrZYR—FTEXT,
P+
USE. PWR
CPU 77>/ %5 52— FAN.SPEED_GONTRGL COVY—R—KiE 2004 ¥
(4 ¥ CPU_FAN1) FAN_VOLTAGE ¥ CPUT7Y (ERET 7)) a%

GND

(p.1.No. 1 D) DRPEMENTOET, 3
D CPU 77 7% fifii s B AIC

v BBV 13 IR LTLIEE W,

(4 £/ CPU_FAN2)  FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

(p.1.No. 8 ZIf) = )
1

FAN_VOLTAGE
GND
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F—F Ay A : COHA—F N A~ 1]

(5 B A—71F3) e LTAYRTZAVHA—T

(p1.No.7 20 ol TR TEES,
GND
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B660M-STX

1 &7

JRHH NG K B660M-STX £H7 o TEASCRYH » 55 1 TAIE 2 TAH BT 14
EBUARLEE

HI T EHHUE A BIOS #{F RATREC AT » AL » A5 AT E A BERT L » 28T
ATTHA]

1.1 8%5F

B660M-STX F#i ( Mini-STX %R ~T)
B660M-STX PuH 22455 R

o 1xI/O [t

o 2x BT ATA (SATA) ¥R (JEN)

o 2xiBe (fEM2FEOER - M272)  (ER)
o 1xBRzz (ft Wik BEHEA - M22)  (GEIE)

107



Ta o Mini-STX #IF% T
CPU o ZFFE 12 X Intel® Core™ 4LFHER (LGA1700)

« Digi Power design

o 4 FJFHBOT

« 3ZFF Intel® Hybrid Technology

« ZFF Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

BHE&E « Intel B660
AF . WE3E DDR4 NIERA

« 2xDDR4 SO-DIMM f&
« 37 DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC » JEZE
A7
* 78 By 37 4% DDR4 3200 °
. TRARNTFRALE : 64GB
« SZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
« DIMM f@flirf 15 u <Efi

* it
L « 1xM.2 Socket (Key E) » S5 2230 WiFi/BT F5A] Intel®
CNVi ( 555 WiFi/BT)
E « HUH GPU £REHIALBEER A L £F Intel® UHD Graphics PIE IR

1 VGA #tt »

o Intel° X° 445 (Gen 12)

o 4 PEHIHET © D-Sub ~ HDMI ~ DisplayPort 1.4 F/1
DisplayPort 1.4 (i#id USB Type-C Alt f£x()

* [FIRT 2 S 4 MR

o HFFE%5 TMDS #J HDMI 2.1 » 60Hz i i KM 2R 1K 4K x 2K
(4096x2160)

o 5 D-Sub » 60Hz B B K/ HE281E 1920x1200

« SZFF DisplayPort 1.4 » DSC ([E48) S ADPHEERIL 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz
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B660M-STX

o HFFHDCP 2.3 A TMDS [ HDMI 2.1 LLJ DisplayPort 1.4

]|
=il o Realtek ALC269 474 fEh5 2
o 1 x HAESL

o 1x 75 WU A
o 1x EAIER

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
o S7FF Wake-On-LAN ([_|-mfig )
o FFEH /ESD (R4
o ZEFERERILIKM 802.3az
« ZFFPXE

BUER 1/0 o 1x EHUETL
« 1xUSB3.2Gen2 A FAUIHE T (10 Gb/s) (3ZFF ESD {#+47)
+ 1xUSB 3.2 Gen2x2 C F AUl (20 Gb/s) (ZZFF ESD {#+47)
o 1x 25 WU AJEFL

JFEHR1/0 o 1x EFUETL (FER 19V AR ) *

*65W CPU {# 120W HLIFUEMACRR » 35W CPU [ 90w HLIfE
FiEs

« 1xD-Sub i

« 1xHDMI ¥

« 1xDisplayPort 1.4

o 2xUSB2.0 Ui (SZ£F ESD {747)

« 2xUSB3.2 Genl A F7i 0 ( 345 ESD 7))

« 1xUSB 3.2 Gen2 C FEAUIHIT (10 Gb/s) (37 ESD f#1F)
* 3 USB Type-C Alt 152

« 1xRJ-45LAN Uil » # LED (ACT/LINK LED #1 SPEED

LED)
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HFi% « 2xSATA3 6.0 Gb/s £
o« 1xBlazing M2 #% (M2_1> KeyM) , FF357 2280 PCle
Genbx4 (128 Gb/s) fE 2 *
o 1xi#BE M2 (M2_2 > KeyM) , S7FFFH 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) TR *
* 3 FF Intel> Optane™ Technology
> T HF Intel® HRE IS (VMD)
* 3 FF NVMe $SD FITERE 503

RAID . 7¥F RAID 0 1 RAID 1 » FiT SATA f#6#i% %
O . 2xCPU NG 2x4 %)

o 1x NES deii

o 1 x ATTEAREE

o 1xUSB2.0#200 (37FF 2 4 USB 2.0 i » SZFF ESD (#F7)
o 1 x HHREEM

BIOS Ihgks « MI UEFI Legal BIOS > 2% 155 GUI
&= « ACPI 6.0 HAMRE

. S2#5 SMBIOS 2.7
« DRAM HEZ K%

B (M g o CPU (&M
« CPU M@t
o CPUERE MG (fRIE CPU MR B shiEEN F XUmd )
. CPU U2 Tt e

o FEIEWSPE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore
BIERS « Microsoft® Windows® 10 64 117 /11 64 {if
AIIE « FCC~ CE

o ErP/EuP SZFF (FFEHF ErP/EuP HYHIE)



B660M-STX

A TNREINE B —E A + 5 BIOS B8 » [/ “EIHEEA" + St
B=ITEIILA - IR MMEITAAIRENE » XTI 4550
SR © PATTIXT LA E#L BRI o BT T @A AT TS 10 7 -

Mini-STX /1 F832 15513

A ] S H
SilverStone Technology Inc. VTO01S B
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B ﬁ

=
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1.3 B&LixE
VL BARAIE BB o BB RI S LR > B SR o AR
ST R - Bk TR -

W

Short Open
&I cMOS Prsk FHEz  1EFR CMOS
(CLRCMOS1) FFE - BRIA

I TN
(MEL1T - HE3 1) 2 ET Bk

CLRCMOS1 FLiFfERR CMOS HRVEHE © CMOS VR EIE AR EEE - 1
REER ~ B~ MEAIRAEESE - EERMEERASHOABIANEE » 1E5%
TR > PR ERIRER RS - AR B ERIE A BE CLRCMOST EAYEHHN 3 7 - 1%
IMETEERR CMOS JEH N PkERIE o AR T EAENISERL BIOS BHTETERR CMOS »
NGB IRG » HAER MG BHHUTIER CMOS #4(E -
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B660M-STX

1.4 TRE R O

WREAERIFIEE I TSR o T RPN Z X L BEIFIEE ] - FRpk X
SIS O] L5 A3 ERGERK R PERIT -

AP Rk
(9 ¥ PANEL1)
(ME1TT> Fah)

IR T A EHE A - REPLRE
BRI ~ EERHINR
GURSFE T E BRI IR -
TEHEBERSIATEIC T IE %
o

HDLED+

Q PWRBTN (FEiF#z#) :
EEEIWIAERTENR AR o 1A LUE B (A e IR o R T 2 77 2

RESET (EE#:4) :
EEIWIAERTENR LI E B o AIRTHEYISEN - TOEITIER EFTEE) » #2E
Bz H ERTE ST EL

PLED (F%tFi LED) :

EBFINFERTENR ERIEIRRSHETRAT o R HEAFHRIENT » ) LED SERE o ZALE
$1/S3 HEHRAAZSHT » Wt LED [AIfF o RLELLTE S4 BERRAX B KA (S5) Bt » ik LED 4B K -
HDLED (##%5) LED) :

EREEINLFERT IR _ERIRERLIE ) LED $67AT o AL IEIEBEANENE A KT » M LED
JERE o

HIER T ARSE N AR A P27 o Bl [ERRIR SR B AT AL A ~ BB ~
FJF LED ~ fEALES) LED $5 AT ~ R 885 o L1 FE BT EI AR BRI 2RI
RS SN RTE F A3 B LE AL
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A E A R

1 Front_L-

(4 £ SPEAKER1) Front_L+
(WFE1TL> Fe ) Front_R+
Front_R-

TR LRE A P s e 5

ER1T ATA3 1
(B 2T EoFl10

)

st ES&Mm  §th

X SATA3 B2 FF iR 5 6.0
Gb/s R (& HinE 21 N ER T 1k
A B SATA g -

*SATA3 B2 3ZFF 2.5 S5~ i fik

1 GND 1 N/A (+5V) » FHEATHF 3.5 T HE
2 LVDS_TX+ 12 5V & (+12V)
3 LVDS_TX- 13 5V
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
USB 2.0 3k USE_PWR PLFHR B — B0 - It USB
P+
(9 1 USB_8_9) onp , 2.0 BRI AN GO
I_l = 9’ = /\
(ME1T - Hs51) Slolooo
DUMMY | |
GND
P+
USE PUR
CPU M fmiEN FAN SPEED_conTROL UL EMERHEFT A 4 51 CPU KU
(4 s CPU_FAN1) FAN_VOLTAGE (BEIR) BE o ST

GND

(ME1TT> 1)

1.2 3 4
(4 51 CPU_FAN2) FAN_SPEED_CONTROL 4
. "N FAN_SPEED 3
(MF 1T H87) FAN_VOLTAGE 2
GND 1

HERE 3 5T CPU MR 0 BB E
TEERETI 1-3 -



B660M-STX

I AR SO VR ELATL S O
2o

B
(5- 1 AUDIO3)
(WE1T - EHE714)

Jack detect
GND

[Ei)Xa3hve
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BFER™

0 o=

TS

FAZHIIRR

FARFRER AR TGRS R LD B SJ/T 11364-2006 THLF
(BEF IS RPEFIFR SRy » B E BB TR - #ELURH T & 105
FEER A E A FEYMSOT B R AN S8 25 DT 3 PR SRS RS e 58
WA E ~ =R ™ B ERIHAR o (K ESELE - ST T A= s FIRI S R
FENE—ZR o B— 2T N2 ME A AR o AT st F= iz
PMREAEAR S 10 4

10

FEREVRB TR BNRR ZEIRN
T BRI R E B SRR 4 R & R S HELIT R

Fe B
SR _ HEVRSITH
By (Pb)| 48 (Cd) | 7K (Hg) | /5% (Cr(VD) |2 K (PBB) | 2 I 2Kk (PBDE)
gifziﬁ X | o o) o) o o

O: F %A B H EVREZEEATE S TR R & = TE SJ/T 11363-2006 FRUEMLE
HIRREERLLT »
X: BTV EEEY T E DL EE 9 TR & S S)/T 11363-2006 FrifE
FERIR R EK > SMZEHI T GRS 4 2002/95/EC HIFIVE ©

ik WP TR Z BMRBE R AEIR  RIETE— M ER BERPRMT -



B660M-STX

I'\'I'!'/\
1 FEJI
JEHTERE S 225 Bo60OM-STX F M o FEASIIE R » 55 1 ERH 2 R EERK
MBI BB 2 e a e o

6'2 HI EAEMRAINE B BIOS BRREFTRE & AT » FrLIA XA BUIEEE - 2T F T84

1.1 BEAS

B660M-STX FHEMR (Mini-STX R~T)
B660M-STX PJuH 224545

1x1/0 MERINE

« 2x Serial ATA (SATA) & FHE EIFHER GEH)
o 2xUEER GEAMN M2WE) (M2+2) (GER)
o Ix iRk GEAM Wik &) (M2x2) GEM)
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ISt |

BN L]

BTF
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Mini-STX X ~f

FIEE 121X Intel® Core™ EFEEE (LGA1700)
Digi Power design

4 BRI AR A

4% Intel® (R AT

7% Intel® Turbo Boost Max 71 3.0

Intel B660

555 DDR4 2r B RS Rl

2 x DDR4 SO-DIMM il

7% DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 FF ECC 4B &0
1B

* [ A4S % DDR4 3200 ©

RAGHRIACIEIEA R : 64GB
1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15 u FFIEHE B A

1 x M.2 i (Key E) » 4% Type 2230 WiFi/BT f54H 5 Intel®
CNVi ( ¥& 2 WiFi/BT)

{EIREE S GPU HYFZER AR 4 I SZ4% Intel” UHD Graphics Built-
in Visuals 5z VGA Hith -

Intel” X* FET 208 (5 12 1)

V7Y { e P2 i 528 7H ¢ D-Sub ~ HDMI ~ DisplayPort 1.4 JZ
DisplayPort 1.4 (3% USB Type-C Alt 18X )

* B [AIRFSOHR 4 G BR A

B 521 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz f#ATE ) HDMI 2.1
TMDS FHZ 4%

B (51 4% 1920x1200 @ 60Hz fifE AT &Y D-Sub

1% DisplayPort 1.4 » DSC ( JEE#fE ) S AT H5E 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz



B660M-STX

LAN

BIER 1/0

ZmEiR1/0

« $EHDCP 2.3 » B HDMI 2.1 TMDS tHZ 4 F/ DisplayPort 1.4

AR

« Realtek ALC269 F52HHE A5G 2%
o 1x H#/ HiHmTL

« 1xMIC i A

o 1x EilHESt

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V

o STIRAERE IR

. ZERER SERE

o 4% 802.3az EEE fifE £ KHEES
« %1% PXE

o 1x Hi% / HRRTL

« 1xUSB 3.2 Gen2 A FARLHEEHE (10 Gb/s) (IRAFEIRE)

« 1x USB 3.2 Gen2x2 C JEALEHR (20 Gb/s) (ZARFHEIRE)
o 1 x 2550 JElE AL

« 1xDC ¥fifL (FHZE 19V B RS RS )*

* 120W BERZREE A 65W CPU » 1M 90W SBHARSR 35 A 35W
CPU °

o 1xD-Sub ;#EEEHE

« 1 x HDMI B

« 1xDisplayPort 1.4

o 2x USB2.0 EEHR (HIREFEIRE)

« 2xUSB 3.2 Genl A JFRLHER (IIEEFERE)

« 1xUSB 3.2 Gen2 C JEAHEEHR (10 Gb/s) (HIREFE(RE)

* 1% USB Type-C Alt iz

o 1xRJ-45 LAN ;#{#H » & LED (ACT/LINK LED K SPEED
LED)
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RERE « 2xSATA3 6.0 Gb/s $#%5H
o 1xBlazing M2 ffiE (M2_1> KeyM) ° 3% 2280 %!l PCle
Genbx4 (128 Gb/s) fE 2 *
« 1xHyper M2 ffiE (M2 2> KeyM) ° 37#% 2280 i PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) TR *
* 1% Intel® Optane™ F7ffi
1% Intel® AREEE IR (VMD)
* SZHE NVMe SSD 1 2y BB RS

RAID o S SATA FEFSEE I RAID 0 fll RAID 1

%58 « 2x CPU JA/F##5H (2 x 4-pin)
o 1x NIV BEST
o 1 x AERHEET
o 1xUSB2.0 HESF (788 2 8 USB 2.0 BT ) (S IREFEGE)
o 1x GRSt

BIOS If&E « MI UEFI Legal BIOS &% 3E GUI 1%
« ACPI 6.0 FF & IR E B B
« 1% SMBIOS 2.7
. DRAM BFE% HEFfH

e « CPU JRLE&IE
« CPU [A/mdLHET
. CPURFEHEE (K CPU JiLE B B AR R md )
« CPU [A/5% 255 & 24
o BEBREGPE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

E£Z24% « Microsoft® Windows® 10 64 {i1JT. / 11 64 i7JT
B « FCC~ CE

« ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready B LIERR)
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B660M-STX

A BT IR RN + Hh SR BIOS FIVRE  RFIE

H BT TR T AL - GRS AREEE » o
E BRI BT SR 5% - (R T AN R - B
R TR T A -

Mini-STX RS2 IR /R EE g
g@:
By T | g v
SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 BIRERTE

EPISRROE R T o EBRIEEES IR - BBk TERgy - B
BEYGRIE SRS - 3Bkes ThIRL -

W

Short Open

1EF% cMOS Btz FE - 5P CMOS

(CLRCMOS1) - FREL = THE%
(GE2HEE 15 » a9k 4\

3) 2-pin BkER

fERTFI A CLRCMOS1 /EFR CMOS HIHYEEL © CMOS I E BHEL & ek E &afl
AR ~ HHA ~ R R oRia B 28 o B ENERR I B R 2 EUR TR E
AR B AS BEIR Bl T EERAR - A A kR EEE CLRCMOST _FRISTHAE RS

3F o FEFRAD » BALEIERR CMOS R FEkRE o = EFE{EE T BIOS 1217 ANEER
CMOS » RILWASEERTRUEN R » AR FEITIERR CMOS BYERITERR -



B660M-STX

1.4 WREHFET R IETE

WRHEst R EETEETRBR o 75 N GBARIEE (L8 L s K ZGH L - fSBRIEEE
HEdt R L o RS ERBOR A MERZ AR -

SRR
(9-pin PANEL1)
(GEZ2RE 1H > &

4)

AR RIALLT BB HISE RS e
Ry ~ FEE R
HEARREFE T R e T L R -
FEHEHE L ATE LR IE A 8t
el

HDLED+

t PWRBIN ( & ih#edz ) :

BTN _ERTEIRIZAT o (X PTREE (8 AR IR AZ AR A i FE R HY 77 2

RESET ( £ 3% #4) :
R AT LA ER A o AR E B H AT IE # ERTRLE) - 2 T EaRiZ
R[] EATRLE R

PLED ( % % & LED) :

SEER R AR CHTEE IR REHE A o RAEIETEENFIF » Mt LED @52 © Rt
A 81/83 HEHRARGERF » LED G FFAEPTHE o AN S4 IERRIRREBKEH% (S5) HF » LED
R -

HDLED ( # #7=#5 LED) :
AR RGRATE_LHIENEEE) LED  EREIEEAIBCBA TR » LED GITHE -

Er BT IR A T £ A T o BITATHERAE 22 H A it ~ B ARtcdit ~ PRI
LED ~ &% 8) LED ~ MW\ R E M IEEAARL - 1R AT EH A E R I R » 77
TETE MR K S HIFEIR B IEFERART o
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ERHEI\FER

1 Front_L-

(4-pin SPEAKERI) Front_L+
(gﬁ%&ﬁ%%" 1 E\' N %ﬁ%}ﬁ Front_R+
Front_R-

6)

AR G B MRS o

Serial ATA3 B20H |
GHEZMFE 28 » fRok 9
B 10)

FIRE

SE WA SATA3 HUEET S FRINES
FETFAEE Y SATA B RHER. »
A 6.0 Gb/s BRHEHRHZS -
*SATA3 BEBHZ % 2.5 9~ il
T (+5V) » AN 3.5 T RERYE

1 GND 11 N/A
2 LVDS_TX+ 12 5V (+12V)
3 LVDS_TX- 13 5V
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
USB 2.0 HEST USB PR 150 5 = 71 52 N 24
P+ .
(9-pin USB_8_9) GND ; USB 2.0 HESHe T S HE A {EE 52
EELE ) 4 .
(uﬁ&ﬁiﬁﬂglg fﬁ% OOOOO ﬁ
5) DUMMY_ | |
GNDP+
us8 PWR
CPU JAl /758 e oo 1 A ERRHD (i A 1 4-Pin CPU
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Spesifikasi

Platform .

CPU °

Chipset .

Memori .

Bentuk dan Ukuran Mini-STX

Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen ke-12 (LGA1700)
Desain Digi Power

Desain 4 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Hybrid

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
2 x Slot DDR4 SO-DIMM
Mendukung DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

memori tanpa buffer

* Mendukung DDR4 3200 secara native.

Slot Ekspansi

Grafis .

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

Intel* UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

Empat pilihan output grafis: D-Sub, HDMI, DisplayPort 1.4 dan
DisplayPort 1.4 (USB Tipe-C Mode Alt ke atas)

* Mendukung hingga 4 tampilan secara bersamaan

.

.

.
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Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz



B660M-STX

Audio

LAN

1/0 Panel
Depan

1/0 Panel
Belakang

+ Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

« Codec Audio Realtek ALC269
+ 1x Soket Headphone/Headset
« 1xMIC-In

« 1 x Header Audio

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Mendukung Wake-On-LAN

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

+ 1 x Soket Headphone/Headset

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung Perlindungan
ESD)

+ 1xUSB 3.2 Gen2x2 Port Tipe C (20 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

+ 1x Soket Input Mikrofon

+ 1x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)*

* Gunakan adaptor daya 120W untuk CPU 65W dan adaptor daya
90W untuk CPU 35W.

+ 1xPort D-Sub

« 1 xPort HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

+ 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 2xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung Perlindungan
ESD)

* Mendukung USB Tipe-C Mode Alt

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
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Penyimpanan

RAID

Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi
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+ 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s

+ 1x Soket Blazing M.2 (M2_1, Key M), mendukung PCle tipe
2280 mode Gen5x4 (128 Gb/s)*

« 1x Soket Hyper M.2 (M2_2, Key M), mendukung PCle tipe 2280
mode Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Mendukung Teknologi Intel” Optane™
** Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

« Mendukung RAID 0 dan RAID 1 untuk perangkat penyimpanan
SATA

+ 2 x Konektor Kipas CPU (2 x 4-pin)

+ 1x Header Speaker Internal

+ 1x Header Panel Depan

+ 1x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

+ 1x Header Audio

+ MI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
+ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Dukungan SMBIOS 2.7

+ Multipengatur Tegangan DRAM

«+ Sensor Suhu CPU

«+ Takometer Kipas CPU

« Kipas Hening CPU (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas chassis
berdasarkan suhu CPU)

«+ Kontrol Multikecepatan Kipas CPU

« Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

« Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

« FCC,CE
+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
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Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
gakibatk 1p dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi

tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.

kerusakan k

Daftar Dukungan Sasis Mini-STX

Vendor Model

SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Product Name : Motherboard
Model Number : B660M-STX
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B660M-STX
(Model Designation / Trade Name)

EMC Directive - 2014/30/EU
EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

RoHS Directive - 2011/65/EU
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

c € (EU conformity marking)




UK
CA

EU Declaration of Conformity

Product:
Product Motherboard
Model B660M-STX

Authorized Representative (UK-GB):

Name: Gary Tsui
Address: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen,The Netherlands
Contact person: Gary Tsui

This declaration is issued under the sole responsibility of the mentioned
Manufacturer. The subject equipment under declaration is in conformity with
the UK-GB Regulation(s) below:

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)

EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

The following manufacturer outside the UK-GB is responsible for this declaration:
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